
PCB Manufacturing Process 

  

Process Detail Process Configuration From To Cross 
Section Process Description Machine 

원재료 절단 

원재료 절단 
 
     

원재료를 표준화 처리에 의거,등분수에 따
라 절단 

 Shearing M/C 
 톱날 

외곽 Trim 
    원재료 모서리 절단 부위의  BUR 를 제거 

 Sand paper 
 Trimming M/C 

Drill 

Stacking 
 

 
  

양산성을 고려하여 2장 이상 겹치는 과정
에서 고정핀의 삽입 

 AutostackingM/C 
 Pin 

Drilling 
 

   
CNC data에 의거,drill bit를 사용 하
여 tool data에 의한 원재료에 hole  가공 

 Drill M/C 
 Drill bit 
 Color ring 
 Tool data 
 DNC 

Deburing, Horning 
    

drill 가공된 원재료의 hole부의  돌출부 및 
hole  내부 의 chip을  고압 수세를  이용,
제거 

 고압수세기 
 brush 

무전해 동도금 촉매처리  
화학동도금 

 
   

촉매처리를 이용하여 화학적로  hole내벽 
및  전기적 도금을 위해 얇게 화학 도금 실
시 

 무전해  
 동도금 line 
 Rack 

Photo 

 Polishing, Brushing 
    

표면의 산화막 제거 및 표면의  응용  dry 
film의 접착력의 향상을  목적으로동박  표
면 brush결(자국)을 냄 

정면기 
 brush 

Dry film Coating 
    

융용 상태의 dry film을  고온 으로 동박 표
면 위로 접착 

 dry film laminator 
 dry film 
 knife 
 자동 cut 날 

노 광 
  

photo tool을 제품 guide를 이용, 진공 밀
착시킨 상태에서  자외선을  조사하여 감

 노광기 
 photo film 
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광  guide 고정 pin 

현 상 
    

빛을 받은 부분(비회로부)의  dry film은 
제품에 부착되고 빛을 받지 않은부분 (회
로부)은  현상액(Na2CO3용액)에 융용  되
어 제거(동 노출)   

 현상기 
 Na2CO3 
 소포제 

Pattern 도금 

2차 동도금 
    

동노출된(회로부)은 전기 영동에 의해도금
액에 녹아 있는  동 성분이 전착되어 도금 
 실시  

 화학동도금line 
 anode동 ball 

납도금(Regist 도금) 

 
   

동도금된 부위 위에 다시  Pb/Sn 도금
을 실시하여 얇게  피막을 씌움(회로부) 
(알카리 부식을 위해서 납도금 
실시) 

 납도금line 
 Pb/Sn bar 

화학 처리 

Film 박리 
    

dry film으로 도포되어 있는 부분의  film 
피막의 NaOH 용액으로 박리 하여 동노출 

 film 박리기 
 NaOH   

Etching 

 
   

동노출된 부위(비회로부)를  
에칭액에 의해 동을 부식 
제거하여 epoxy 기재층의노출  

 에칭 M/C 
 알파인(에칭액) 

납 박 리 

 
   

Pb/Sn이 덮여있는 부분 (회로부)의Pb/Sn
의  질산 계통의 납박리액에 의해 용융  제
거하여 회로의 표면 노출  

 납박리기 
 보안경 및 마스크 

Polishing, Brushing 
    

회로부는 동박,비회로부 epoxy 기재층 으
로 되어있는 반제품을  동산화 피막 및 
epoxy ink의 밀착력 향상을 위해 표면에 
표면적을 넓게 하여 줌 

 정면기 
 h2so4 
 brush 

PSR 인쇄 

 
   

psr ink를 screen을 이용,제품   전체 도포 

 민자 스크린 
 인쇄기 
 psr ink  
 헤라 
 스퀴지 

land 및pad가 삽입되어 있는  flim을 진공
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PSR 인쇄 

psr tool 합치 및노광 

 
 

 
 

흡착으로 밀착하여  자외선을조사 
(고정 guide pin 사용)  노광기 

 psr flim 

현 상 
    

자외선을 받은 부위는 제품상에  남고  받
지 않은 부위(pad부)는  현상액(Na2CO3)
에 의해 용해  제거 

 현상기 
 소포제 및 현상액 

Marking 인쇄 

 
   

symbol 및 문자,기호,부호를  백색 또는 
원하는 사양의 색으로  screen을 이용하여 
인쇄 

 인쇄기 
 마킹 잉크 
 헤라 
 스퀴지 

HAL 처리 

전처리 (Flux 처리) 

 
   

hal처리를 위해 제품 표면 및  hole 내부
에 수용성flux 및 로진계 flux 로 제품을 적
셔줌  

 hal 전처리기 
 flux 

HAL 처리 
    

ink 층을 제외한 동박층에 고온으로 용해
되어   있는 납이  피복시켜줌 

 hal M/C 
 납(Pb/Sn) 

후처리 
    

제품 표면에 묻어있는 flux 잔사의제거  HAL 후처리기 

외곽 가공 프래싱 라우터 
  

  
고객이 요구하는 제품 형태를 도면 형태로 
외곽을 가공 

 프레스 
 금형 
 라우터 M/C 
 라우터 bit 
 측정기구 

후가공 

단자 면취 
    

단자 콘넥터부의 삽입을 쉽게  하기위
해 단자 모서리부에 각도를 주어 trimming  

 단자 면취기 
 cutter 

V-Cut 
    

제품 연배 또는 자삽을 위해 고정hole
을 가공해 두는 임시  장소로 사용되는 것
으로 제품을  등분이 쉽게 사전 가공 

 v-cut M/C 
 v-cutter 

검 사 
  B.B.T(Bare Board 
  Test) 

 

      
제품상의 전기적 기능의 단락 을 기계적으
로 점검  

 B.B.T M/C 
 B.B.T jig 
 Jig pin 
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외관 검사 

 

      제품상의 외관적인 결함을 조사, 발췌 하
는것 

 확대경 
 검사대 
 루페 

출 하 출 하             
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